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Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal
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Schirmblechauflageflache bertcksichtigen,
keine Durchkontaktierungen oder Leitungen madglich!

Consider shielding contact area, no via's or traces possible!

1.) Fertiglochdurchmesser / Finished via diameter

2.) Durchmesser des Bohrers / Drill tool
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Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3

Verpackungseinheit: 400 Stiick
packaging unit: 400 pcs
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Anforderungsstufe 1
performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
G

Anschlussbereich verzinnt 4-6 um
terminal area 4-6 um tin plating

Koplanaritat der Anschlisse < 0,1 mm
coplanarity area of termination < 0,1 mm
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Dimension no. Tolerances G’ @ Scale 5:1
Material
All Dimensions
SO 8015 inmm

Messerl. 90° SMDTHR 50-pol EMV
Male 90° SMDTHR 50 cont. EMV
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